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新マイコン独立化セット 

              ＲＯＭ／ＲＡＭ／ＲＴＣボード組立キット組立説明書 

〒463‐0067 名古屋市守山区守山２－８－１４ 

パレス守山３０５ 

有限会社中日電工 

℡052‐791‐6254 Fax052‐791‐1391 

E‐mail ｔｈｉｓｉｄａ＠ａｌｌｅｓ．ｏｒ．ｊｐ 

Ⅰ部品表 

 このキットには下記の部品が含まれています。組立にかかる前に、まず全部揃っているかどうかよく確かめてください

（万一不足している部品がありましたらご連絡ください）。 

 組立に必要な工具、測定器などは含まれていませんので、必要な工具類などは別途ご用意ください。 

 

１．ＩＣ（ＨＣ、ＨＣＵ） 

 ＩＣは静電気に弱いため、実装するときまでは、ＩＣレール、マットから取り出さないようにしてください。 

 IC(HC,LSTTL) 摘要 数量 

74HC02 Quad 2input NOR gate,14pin １ 

74HC03 Quad 2input NAND gate(open collector),14pin １ 

74HC32 Quad 2input OR gate,14pin ２ 

74HC74 Dual Dtype flip-flop with preset and clear,14pin １ 

74HC138 3 to 8 line decorder(inverting),16pin １ 

74HC174 Hex D-FF,16pin １ 

 

２．その他ＩＣ 

 じかにハンダ付けをしないで、ＩＣソケットを使います。ＩＣソケットに実装するときまで、取り出さないでください。 

その他ＩＣ 摘要 数量 

６２８１２８ １０２４Ｋ（１２８Ｋｘ８） CMOS ＲＡＭ,32pin １ 

ＤＳ１３０７ ＲＴＣ（Ｒｅａｌ Ｔｉｍｅ Ｃｌｏｃｋ），８ｐｉｎ １ 

 

３．ＩＣソケット 

ＩＣソケット 摘要 数量 

８P ｿｹｯﾄ  １ 

３２P ｿｹｯﾄ ｗｉｄｅ（幅広） ２ 

 

４．抵抗（抵抗の色表示については［参考］を参照してください） 

抵抗 摘要 数量 

１０ＫΩ 茶黒橙金 炭素皮膜 誤差５％  ５ 

［参考］抵抗の色表示 

抵抗の値は２桁の数×１０のｎ乗で示します。 

たとえば４．７ＫΩなら、４７×１０の２乗です。１ＫΩなら１０×１０の２乗になります。 

抵抗の色表示は、この２桁の数とｎ乗を色で示したものです。 

 

数 色 

0 黒 

1 茶 

2 赤 

3 橙 

4 黄 

5 緑 

6 青 

7 紫 

8 灰 

9 白 

 

４番目の帯は誤差を示します。金は５％、銀は１０％です。赤は２％です。 
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５．集合抵抗 

集合抵抗 摘要 数量 

4.7Kx8 ４．７ＫΩ×8 素子，９ｐｉｎ  表示 ４７２  １ 

 集合抵抗は複数の抵抗を１つのパッケージに集積したものです（下図参照）。 

 

 

６．コンデンサ 

コンデンサ 摘要 数量 

0.1μ 積層セラミック 水色 表示 １０４ ２ 

100μ アルミ電解 １ 

 

セラミックコンデンサの値の表示は、２２ｐＦや５６ｐＦのように小さな値で１桁または２桁の場合には、そのままの数値を

表記します。 

０．１μＦはｐＦに直して次のように表記します。 

０．１μＦ＝１０００００ｐＦ＝１０×１０の４乗→１０４ 

アルミ電解コンデンサは耐圧と容量を、共にそのままの値で単位をつけて表示します。 

電解コンデンサは耐圧を超えた電圧を加えてはいけません。また電解コンデンサには極性があります。 

＋－を間違えないように取り付けてください。 

 
 

７．ＬＥＤ（発光ダイオード） 

 摘要 数量 

ＬＥＤ 小型発光ダイオード（赤色） １ 

 

 
 

８．クリスタル 

部品名 摘要 数量 

３２．７６８ＫＨｚ  １ 
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９．ディップスイッチ 

部品名 摘要 数量 

ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ ８PDIPSW １ 

 
 

１０．フラットケーブル用コネクタ 

部品名 摘要 数量 

10pin ストレートｺﾈｸﾀ １０ｐｉｎフラットケーブル用コネクタ ２ 

26pin ストレートｺﾈｸﾀ ２６ｐｉｎフラットケーブル用コネクタ ２ 

 

          

１１．ボタン電池、電池ホルダ 

部品名 摘要 数量 

ボタン電池ホルダ   １ 

ボタン電池 CR2032 １ 

 

 

１２．フラットケーブル 

部品名 摘要 数量 

１０ｐｉｎ両コネクタ ３０ｃｍ アドレスバス信号端子接続用 1 

２６ｐｉｎ両コネクタ ３０ｃｍ データ、アドレスバス信号端子接続用 1 

 

１３．プログラムＲＯＭ 

部品名 摘要 数量 

２７Ｃ５１２  独立型ＺＢ３ＢＡＳＩＣプログラムＲＯＭ １ 

 接続するＣＰＵボードの違いによりＮＤ８０Ｚ３．５用（ＮＤ８０ＺⅢ用も同じ）とＮＤ８０８０用があります。 

 

１４．説明書 

 

ＲＯＭ／ＲＡＭ／ＲＴＣボード組立説明書（本書） 

 

１５．プリント基板 

 

ガラスエポキシスルーホール両面基板 一枚 

サイズ １００㎜×１００㎜ 

シルク印刷付 

グリーンレジスト仕上げ 
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Ⅱ組立 

 

組立の順序は目安です。 

この順番でなければならないというものではありませんが、コンデンサやコネクタ、キーなどは背が高いので、先に取

り付けてしまうと、ほかのパーツを取り付けにくくなります。 

最初にＩＣを取り付けるのは、一番目立つパーツなので、それによって位置の確認がし易くなるからです。 

もしもハンダ付けに余り慣れていなくて、いきなりＩＣを取り付けるのは少し不安だ、という方は、練習を兼ねて、先に

抵抗を取り付けるとよいでしょう。 

このボードはもとはそれぞれ独立していたＶＧＡ／ＣＲＴＩＦ回路とＲＯＭ／ＲＡＭ／ＲＴＣ回路とＳＤカード／キーボードＩ

Ｆ回路を１枚の基板にまとめたものです。 

そのため各モジュールのパーツの配置の都合でＩＣやコンデンサなどの向きが反対になっているところがあります。 

向きを間違えないようにシルク印刷の向きをよく確認して取り付けてください。 

［総合第１００回］に完成写真がありますから参考にしてください。 

 

［１］ＩＣの取り付け  

 

 下の表にしたがって、ＩＣを取付けてハンダ付けをします。 

ＩＣソケットを取り付けるため、ここではまだ実装しないＩＣ番号もあります（部品名が－になっています）。 

 ＩＣには、向きがあります。間違えないようによく注意しながら作業してください。 

 プリント基板に白色で印刷されているマークや部品番号を良く見て、向きを間違えないように注意しながら実装してく

ださい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部品は全て基板の表側から、端子穴に差し込むようにして取り付けます。 

部品番号が白色で印刷されている面が表です。 

 

ＩＣは端子が外に少し広がっているので、そのままでは穴に差し込むことが出来ません。 

そこでＩＣを基板に取付ける前に、机の上などの平らで硬い面に横向きに置いて、ＩＣの端子がほぼ直角になるように上

から少し力を加えて整形します（次ページ図参照）。 

部品番号 部品名 ピン数 

IC1 －  

IC2 －  

IC3 －  

IC4 HC138 16 

IC5 HC174 16 

IC6 HC02 14 

IC7 HC32 14 

IC8 HC03 14 

IC9 HC74 14 

IC10 HC32 14 
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このとき余り強く押し過ぎると、端子が直角よりもさらに鋭角に折れ曲がってしまいますから、加減しながら力を加える

ようにします。 

ＩＣを基板に取付けるときは端子が折れ曲がって穴に完全に入っていない場合がありますから、そのようなことがない

かどうかよく確認してからハンダ付けをしてください。 

一般的には、とりあえずＩＣを全部基板にさしてしまってからハンダ付けをするほうが効率的ですが、その場合ＩＣ挿入冶

具を使ってとりつけたＩＣは、端子のバネが利いていて、ハンダ付けをするために基板を裏返しても、ＩＣが抜けたりはし

ませんが、手で直角に折り曲げて取付けたＩＣは、基板を裏返すときに、基板からＩＣが抜け落ちてしまいます。 

そうならないようにするためには、ＩＣを基板に差したとき、基板の裏側で、ＩＣが抜けないように、端っこの端子をツメで

折り曲げるようにするなどの工夫が必要です。 

 

［注意］ＩＣや抵抗などの端子穴のすぐ近くまでプリント基板の配線パターンが通っています。端子やリード線を折り曲げ

たときに、配線パターンに接触しないように十分注意してください。 

折り曲げたときには接触していなくても、ハンダ付けをする段階で配線とくっついてしまうことがありますから、ハンダ付

けをするときにも、配線同士や端子と配線がショートしないように十分注意してください。 

ショートしていることに気がついたらハンダ吸取りポンプでハンダを吸取ります。 

ハンダを吸取るためには、ハンダが液状になるまで加熱しなければなりません。 

余り長時間加熱しているとＩＣやダイオードが熱で破損してしまいます。 

できるだけすばやく行って、パーツに過度に熱が加わらないようにする必要があります。 

このプリント基板は、両面スルーホール基板ですから、一度ハンダ付けをしてしまうと、ポンプを使っても取り外すことは

非常に困難になります。無理をすると配線を傷つけてしまいます。 

ハンダ付けをする前にもう一度品番や向きに間違いがないことを十分確認してください。 

 

［２］集合抵抗の取り付け 

 

Ｂ１に４．７ＫΩ８素子集合抵抗を取り付けてハンダ付けをします。 

集合抵抗にも向きがあります（次ページ図参照）。        
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ＩＣのときと同じように、両端の端子を少し広げておくと、基板を裏返したときに、抜け落ちたりしません。 

これもＩＣの場合と同じ注意ですが、端子を広げたり折り曲げたりしたときに、近くを通っているパターンにショートしない

ように、よく注意してください。 

 

［３］抵抗の取り付け 

 

Ｒ２～Ｒ６に１０ＫΩ抵抗を取付けてハンダ付けをします。 

Ｒ１には何も取り付けません。 

 

［４］ＩＣソケットの取り付け 

 

ＩＣ１とＩＣ２に３２ｐｉｎＩＣソケットを取付け、ＩＣ３に８ｐｉｎＩＣソケットを取り付けてハンダ付けをします。 

切り欠きの向きを合わせるように取付けて、ＩＣと同じ要領でハンダ付けをします。 

全部のピンが折れ曲がったりしないで基板の裏まできちんと出ていることを確認してから、ハンダ付けをしてください。 

まだＩＣソケットにＩＣは取付けないでください。 

 

 

 

［５］ディップスイッチの取り付け 

 

ＤＳ２に８Ｐディップスイッチを取付けてハンダ付けをします。 

ＤＳ１はジャンパ配線をします。 

ディップスイッチも向きがあります。次ページの図を良く見て間違えないようにしてください。 

取付けるときの注意点、要領などは［１］ＩＣの取付け と同じです。 
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［６］ＤＳ１のジャンパ配線 

 

配線の都合でＤＳ１は使わなくなりました。 

代わりにジャンパ配線をします。 

抵抗のリード線くずなどを利用して１ｐｉｎと４ｐｉｎのランドを下図のようにジャンパ配線してください。 

 

［７］クリスタル（水晶）の取り付け 

 

ＸＴ１に３２．７６８ＫＨｚを取り付けてハンダ付けをします。 

基板に印刷してあるシルク図のように横に寝かせて取り付けます。 

リード線が細いのでそのままだとしっかり固定されていなくて不安定なので抵抗などのリード線くずを利用してクリスタ 

ルを固定します。 

仕入れの都合で小型のクリスタルの場合があります。 

サイズに合わせて２組ある固定用穴のどちらかを選んでください。 

 

 

［８］ＬＥＤ（発光ダイオード）の取り付け 

 

Ｌ１にＬＥＤ（発光ダイオード）を取付けてハンダ付けをします。 

ＬＥＤには向きがあります。図をよく見て、間違えないように取付けてください。 
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［９］フラットケーブルコネクタの取り付け 

 

ＣＮ１、ＣＮ２に２６ｐｉｎフラットケーブル用コネクタを、ＣＮ３、ＣＮ４にフラットケーブル用コネクタを取り付けてハンダ付け

をします。 

フラットケーブルコネクタには向きがあります。 

向きを間違えるとフラットケーブルを差し込んだとき、信号の端子配列が全部逆になってしまいます。 

図を良く見て間違えないように正しい向きに取り付けてください。 

基板から浮き上がったり傾いたりしていないことを確認してから、全部の端子をハンダ付けします。 

ＩＣやＩＣソケットと同じように、まず端の２個所程度をハンダ付けして、浮き上がったりしていないことを確認してから、残

り全部のハンダ付けをするとよいでしょう。 

 

 
 

［１０］コンデンサの取り付け 

 

Ｃ１、Ｃ２に０．１μＦセラミックコンデンサを、Ｃ３に１００μＦ電解コンデンサを取り付けてハンダ付けをします。 

セラミックコンデンサには極性はありませんが、電解コンデンサには極性があります。 

下図を参考にして、間違えないように取付けてください。 

 

 
 

［１１］電池ホルダの取り付け 

ＢＡＴにボタン電池ホルダを取付けてハンダ付けをします。 
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［１２］ＩＣソケットにＩＣを取り付ける 

 

下の表にしたがってＲＡＭ、ＲＯＭ、ＲＴＣを取り付けます。 

図を良く見て向きを間違えないように、またＩＣソケットの内側に足が折れ曲がったりしないように気をつけて正しく取り

付けてください。 

ＲＴＣは逆挿しして通電すると確実に破損してしまいます。 

間違えないように注意して取り付けてください。 

 

部品番号 部品名 

ＩＣ１ ２７Ｃ５１２（システムＲＯＭ） 

ＩＣ２ ６２８１２８（３２ｐｉｎＲＡＭ） 

ＩＣ３ ＲＴＣ（ＤＳ１３０７） 

 

 

ＩＣ１にシステムＲＯＭ（２７Ｃ５１２）を、ＩＣ２には増設ＲＡＭ（６２８１２８）を取り付けます。 

システムＲＯＭはＮＤ８０Ｚ３．５（Ⅲ）用とＮＤ８０８０用があります。 

接続するマイコンボード用のＲＯＭを取り付けてください。 

ＩＣ１のＩＣソケットは３２ｐｉｎですが２７Ｃ５１２は２８ｐｉｎです。 

ＩＣソケットには図のように１、２ピン側が空きになるように取り付けます。 

［総合第１００回］に写真がありますから参考にしてください（写真では２７Ｃ２５６を実装しています）。 

 

 

６２８１２８は３２ｐｉｎですからそのまま次ページの図のように取り付けます。 
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［１３］ボタン電池の取り付け 

 

電池ホルダにボタン電池をセットします。電池の＋－を間違えないように注意してください。図のように、電池ホルダ

の＋マークとボタン電池の＋マークが向き合う方向にセットします。 

 

 

［１４］ディップスイッチの設定（重要） 

 

ＩＣ１、ＩＣ２にＲＯＭ／ＲＡＭを実装したときは８Ｐディップスイッチ（ＤＳ２）の設定が必要です。 

下図のように設定してください。 

 

 

２７Ｃ５１２と６２８１２８を実装したときは№４、６、８をＯＮ、その他をＯＦＦにします。 

１と２、３と４、５と６、７と８がともにＯＮになる設定は禁止です。 

過電流が流れてＩＣが破損する可能性がありますから、設定を間違えないように十分注意してください。 

 

［注記］ 

この設定は「独立モード」の設定です。 

この設定は２７Ｃ２５６を実装した場合の設定です。 
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２７Ｃ５１２でこの設定にすると前半の３２ＫＢが無視されつねに後半の３２ＫＢがアドレス００００～７ＦＦＦでアクセスされ

るようになります。 

２７Ｃ５１２の前半にはＵＳＢ接続型が、後半には独立型が置いてあります。 

新マイコン独立化セットは「ＵＳＢ接続モード」と「独立モード」をコマンドで切り換えることができますが、その機能を有効

にするためには、ＷｉｎｄｏｗｓパソコンにＵＳＢ接続しておいて、先に「ＵＳＢ接続モード」で起動する必要があります。 

ここでは最初の動作確認を簡単に行なえるように、まず「独立モード」に設定します。 

「独立モード」の場合にはＷｉｎｄｏｗｓパソコンとＵＳＢ接続をする必要はありません。 

 

［参考］ 

「ＵＳＢ接続モード」にするためにはディップスイッチを下の図のように設定します。 

 

２７Ｃ５１２と６２８１２８を実装したときは№３、６、８をＯＮ、その他をＯＦＦにします。 

１と２、３と４、５と６、７と８がともにＯＮになる設定は禁止です。 

過電流が流れてＩＣが破損する可能性がありますから、設定を間違えないように十分注意してください。 

 

このあとＮＤ８０Ｚ３．５（ＮＤ８０ＺⅢ）またはＮＤ８０８０と接続してシステムを起動するための準備をします。 

上記マイコンボードと接続するとともに、ＰＳ／２キーボードを接続し、ＶＧＡディスプレイ、ＣＲＴディスプレイ、液晶ＴＶな

どと接続しますが、それについては「新マイコン独立化セット取扱説明書」を参照してください。 
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Ⅲ シルク図 
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Ⅳ 回路図 

（１）アドレス選択／ＲＴＣ回路 
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（２）ＲＯＭ／ＲＡＭ回路 

 


